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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１アライメントカメラを用いて、基準スケールに形成された第１ガイドパターンが映
る第１画像を撮影するステップと、
　第２アライメントカメラを用いて、前記基準スケールに形成された第２ガイドパターン
が映る第２画像を撮影するステップと、
　前記第２画像の所定位置に前記第２ガイドパターンが映るときに前記第１画像の所定位
置に前記第１ガイドパターンが映るように、前記第１アライメントカメラを位置合わせす
るステップと、
　前記第１アライメントカメラが位置合わせされた後に、前記第１アライメントカメラを
用いて撮影された第１アライメント用画像と前記第２アライメントカメラを用いて撮影さ
れた第２アライメント用画像とに基づいて被接合基板と接合基板とを位置合わせするステ
ップと、
　前記被接合基板と前記接合基板とが位置合わせされた後に前記被接合基板と前記接合基
板とを接合するステップと
を具備し、
　前記第１ガイドパターンと前記第２ガイドパターンの各々は、基準点と、前記基準点を
通る基準線と、前記基準線と直交する複数の平行線とを備え、前記複数の平行線のうちの
１つは前記基準点を通る
　接合方法。
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【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１画像が撮影されたときに前記基準スケールが配置されていた第１位置と異なる
第２位置に前記基準スケールが配置されているときに、前記第１アライメントカメラを用
いて前記第１ガイドパターンが映る第３画像を撮影するステップを更に具備し、
　前記第１アライメントカメラは、前記第３画像に前記第１ガイドパターンが映る位置が
、前記第１画像に前記第１ガイドパターンが映る位置に一致するように、位置合わせされ
、
　前記被接合基板と前記接合基板とは、前記第１アライメント画像に前記被接合基板と前
記接合基板との両方が映っているときに、前記第１アライメント用画像に基づいて前記被
接合基板と前記接合基板とが位置合わせされた後に前記接合基板が接合方向に移動される
ことにより、接合され、
　前記第１位置に対する前記第２位置の方向は、前記接合方向に平行である
　接合方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２のいずれかにおいて、
　前記被接合基板と前記接合基板とを搬送する搬送ロボットが前記基準スケールを保持し
ているときに、前記第１アライメントカメラを用いて前記第１ガイドパターンを第１搬送
ロボット位置合わせ用画像に撮影し、前記第２アライメントカメラを用いて前記第２ガイ
ドパターンを第２搬送ロボット位置合わせ用画像に撮影するステップと、
　前記第１搬送ロボット位置合わせ用画像の所定位置に前記第１ガイドパターンが映ると
きに前記第２搬送ロボット位置合わせ用画像の所定位置に前記第２ガイドパターンが映る
ように、前記搬送ロボットを用いて前記基準スケールを位置合わせするステップと、
　前記基準スケールが位置合わせされた位置で前記被接合基板が保持されるように、前記
被接合基板を搬送するステップと
をさらに具備する
　接合方法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記基準スケールは、前記被接合基板が形成される形状に形成される
　接合方法。
【請求項５】
　請求項２において、
　前記第１ガイドパターンと前記第２ガイドパターンとは、前記被接合基板と前記接合基
板とが接合されるときに前記接合基板を保持する静電チャックに形成されている
　接合方法。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記第１ガイドパターンと前記第２ガイドパターンとは、前記被接合基板と前記接合基
板とが接合される雰囲気と前記第１アライメントカメラと前記第２アライメントカメラと
が配置される雰囲気とを隔離するビューポートに形成される
　接合方法。
【請求項７】
　第１アライメントカメラを用いて基準スケールに形成された第１ガイドパターンが映る
第１画像を撮影し、第２アライメントカメラを用いて前記基準スケールに形成された第２
ガイドパターンが映る第２画像を撮影する撮影部と、ここで、前記第１ガイドパターンと
前記第２ガイドパターンの各々は、基準点と、前記基準点を通る基準線と、前記基準線と
直交する複数の平行線とを備え、前記複数の平行線のうちの１つは前記基準点を通り、
　前記第２画像の所定位置に前記第２ガイドパターンが映るときに前記第１画像の所定位
置に前記第１ガイドパターンが映るように、前記第１アライメントカメラを位置合わせす
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るカメラ位置合わせ部と、
　前記第１アライメントカメラが位置合わせされた後に、前記第１アライメントカメラを
用いて撮影された第１アライメント用画像と前記第２アライメントカメラを用いて撮影さ
れた第２アライメント用画像とに基づいて被接合基板と接合基板とを位置合わせする基板
位置合わせ部と、
　前記被接合基板と前記接合基板とが位置合わせされた後に前記被接合基板と前記接合基
板とを接合する接合部と
を具備する
　接合装置制御装置。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記撮影部は、さらに、前記第１画像が撮影されたときに前記基準スケールが配置され
ていた第１位置と異なる第２位置に前記基準スケールが配置されているときに、前記第１
アライメントカメラを用いて前記第１ガイドパターンが映る第３画像を撮影し、
　前記カメラ位置合わせ部は、前記第３画像に前記第１ガイドパターンが映る位置が、前
記第１画像に前記第１ガイドパターンが映る位置に一致するように、前記第１アライメン
トカメラを位置合わせし、
　前記被接合基板と前記接合基板とは、前記第１アライメント画像に前記被接合基板と前
記接合基板との両方が映っているときに、前記第１アライメント用画像に基づいて前記被
接合基板と前記接合基板とが位置合わせされた後に前記接合基板が接合方向に移動される
ことにより、接合され、
　前記第１位置に対する前記第２位置の方向は、前記接合方向に平行である
　接合装置制御装置。
【請求項９】
　請求項７または請求項８のいずれかにおいて、
　搬送ロボットが前記基準スケールを保持しているときに、前記第１アライメントカメラ
を用いて撮影された第１搬送ロボット位置合わせ用画像の所定位置に前記第１ガイドパタ
ーンが映るように、かつ、前記第２アライメントカメラを用いて撮影された第２搬送ロボ
ット位置合わせ用画像の所定位置に前記第２ガイドパターンが映るように、前記搬送ロボ
ットを用いて前記基準スケールを位置合わせする搬送装置位置合わせ部と、
　前記基準スケールが位置合わせされた位置で前記被接合基板が保持されるように、前記
搬送ロボットを用いて、前記被接合基板を搬送する搬送部と
をさらに具備する
　接合装置制御装置。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記基準スケールは、前記被接合基板が形成される形状に形成される
　接合装置制御装置。
【請求項１１】
　請求項８において、
　前記第１ガイドパターンと前記第２ガイドパターンとは、前記被接合基板と前記接合基
板とが接合されるときに前記接合基板を保持する静電チャックに形成されている
　接合装置制御装置。
【請求項１２】
　請求項７において、
　前記第１ガイドパターンと前記第２ガイドパターンとは、前記被接合基板と前記接合基
板とが接合される雰囲気と前記第１アライメントカメラと前記第２アライメントカメラと
が配置される雰囲気とを隔離するビューポートに形成される
　接合装置制御装置。
【請求項１３】
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　第１アライメントカメラと、
　第２アライメントカメラと、
　被接合基板を保持するキャリッジを移動させる位置決めステージと、
　接合基板を保持する静電チャックを移動させる圧接機構と、
　第１ガイドパターンと第２ガイドパターンとが形成されている基準スケールと、ここで
、前記第１ガイドパターンと前記第２ガイドパターンの各々は、基準点と、前記基準点を
通る基準線と、前記基準線と直交する複数の平行線とを備え、前記複数の平行線のうちの
１つは前記基準点を通り、
　前記第１アライメントカメラを駆動する第１カメラ位置調整用ステージと、
　前記第１アライメントカメラを用いて撮影された第１基板位置合わせ用画像と前記第２
アライメントカメラを用いて撮影された第２基板位置合わせ用画像とに基づいて前記位置
決めステージを制御し、前記被接合基板と前記接合基板とが接合されるように前記圧接機
構を制御する接合装置制御装置とを具備し、
　前記接合装置制御装置は、さらに、前記キャリッジが前記基準スケールを保持するとき
に、前記第１アライメントカメラを用いて撮影された前記第１ガイドパターンが映る第１
カメラ位置合わせ用画像と前記第２アライメントカメラを用いて撮影された前記第２ガイ
ドパターンが映る第２カメラ位置合わせ用画像とに基づいて前記第１カメラ位置調整用ス
テージを制御する
　接合装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記キャリッジは、前記被接合基板が載せられた基板用カートリッジを保持し、
　前記基準スケールは、前記基板用カートリッジが形成される形状に形成されている
　接合装置。
【請求項１５】
　第１アライメントカメラと、
　第２アライメントカメラと、
　被接合基板を保持するキャリッジを移動させる位置決めステージと、
　接合基板を保持する静電チャックを移動させる圧接機構と、
　前記被接合基板と前記接合基板とが接合される雰囲気と前記第１アライメントカメラと
前記第２アライメントカメラとが配置される雰囲気とを隔離するビューポートと、
　前記第１アライメントカメラを駆動する第１カメラ位置調整用ステージと、
　前記第１アライメントカメラを用いて撮影された第１基板位置合わせ用画像と前記第２
アライメントカメラを用いて撮影された第２基板位置合わせ用画像とに基づいて前記位置
決めステージを制御し、前記被接合基板と前記接合基板とが接合されるように前記圧接機
構を制御する接合装置制御装置と
を具備し、
　前記ビューポートは、第１ガイドパターンと第２ガイドパターンとが形成され、
　前記第１ガイドパターンと前記第２ガイドパターンの各々は、基準点と、前記基準点を
通る基準線と、前記基準線と直交する複数の平行線とを備え、前記複数の平行線のうちの
１つは前記基準点を通り、
　前記接合装置制御装置は、さらに、前記第１アライメントカメラを用いて撮影された前
記第１ガイドパターンが映る第１カメラ位置合わせ用画像と前記第２アライメントカメラ
を用いて撮影された前記第２ガイドパターンが映る第２カメラ位置合わせ用画像とに基づ
いて前記第１カメラ位置調整用ステージを制御する
　接合装置。
【請求項１６】
　第１アライメントカメラと、
　第２アライメントカメラと、
　被接合基板を保持するキャリッジを移動させる位置決めステージと、
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　接合基板を保持する静電チャックを移動させる圧接機構と、
　前記第１アライメントカメラを駆動する第１カメラ位置調整用ステージと、
　前記第１アライメントカメラを用いて撮影された第１基板位置合わせ用画像と前記第２
アライメントカメラを用いて撮影された第２基板位置合わせ用画像とに基づいて前記位置
決めステージを制御し、前記被接合基板と前記接合基板とが接合されるように前記圧接機
構を制御する接合装置制御装置と
を具備し、
　前記静電チャックは、第１ガイドパターンと第２ガイドパターンとが形成され、
　前記第１ガイドパターンと前記第２ガイドパターンの各々は、基準点と、前記基準点を
通る基準線と、前記基準線と直交する複数の平行線とを備え、前記複数の平行線のうちの
１つは前記基準点を通り、
　前記接合装置制御装置は、さらに、前記第１アライメントカメラを用いて撮影された前
記第１ガイドパターンが映る第１カメラ位置合わせ用画像と前記第２アライメントカメラ
を用いて撮影された前記第２ガイドパターンが映る第２カメラ位置合わせ用画像とに基づ
いて前記第１カメラ位置調整用ステージを制御する
　接合装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接合方法および接合装置制御装置に関し、特に、複数の基板を接合するとき
に利用される接合方法および接合装置制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　微細な電気部品や機械部品を集積化したＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅ
ｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）が知られている。そのＭＥＭＳとしては、マイクロ
マシン、圧力センサ、超小型モーターなどが例示される。このようなＭＥＭＳは、複数の
ウェハが接合されることにより作製される。その複数のウェハは、接合直前に、設計通り
に接合されるように、位置合わせすることが必要である。その複数のウェハは、パターン
ニングされたアライメントマークが映る画像が撮影され、その画像に基づいて位置合わせ
される。その複数のウェハがより高速に接合されることが望まれ、その複数のウェハを位
置合わせするための画像をより高速に撮影することが望まれている。
【０００３】
　特公平０８－２４０９９号公報には、薄膜化積層法によるデバイスの積層時の目合わせ
がμｍ単位で行われる目合わせ装置が開示されている。その目合わせ装置は、デバイスが
作成された２枚のウェハを互いにデバイス形成面を対向させて保持する機構と、少なくと
も一方のウェハを水平面内で精密移動させて互いの位置合わせを行う機構と、赤外線顕微
鏡を用いた目合わせの光学系と、少なくとも一方のウェハを上下方向に移動させて２枚の
ウェハを加圧密着させる機構を備えることを特徴としている。
【０００４】
　特開２００３－２４９４２５号公報には、一つのチャンバー内で小型の機構を介して少
なくとも被接合物同士の所定のアライメント、加圧接合を容易に行うことができ、かつ、
高加圧力が要求される場合にも容易に対応可能な、実装方法が開示されている。その実装
方法は、対向する被接合物同士を接合する実装方法であって、一つのチャンバー内で、被
接合物同士の相対位置をアライメントした後、チャンバー内における両接合物間空間であ
る第１の空間とその他の空間である第２の空間との気圧差により被接合物同士を加圧接合
することを特徴としている。
【０００５】
　特開２００５－２２９００６号公報には、被接合物を高さ方向に近接した位置でアライ
メント、かつ、高速にアライメントできる方法及び接合装置であり、また、真空中でもア
ライメント出来る方法が開示されている。その方法は、対向配置した２つの被接合物をア
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ライメントして接合する方法において、ステージが接合位置から側方へ移動する移動手段
と、側方へ移動したステージで保持されている下部被接合物のアライメントマークを上方
から認識する認識手段と、ヘッドで保持されている上部被接合物のアライメントマークを
下方から認識する認識手段とを備え、ステージを側方の待機位置へ移動した状態で、ヘッ
ド及びステージに保持された被接合物上のアライメントマークを各々の認識手段で認識し
、ステージを接合位置へスライドさせ、両被接合物の位置をヘッドまたはステージ側の接
合面に水平方向及び回転方向に移動可能な移動手段によりアライメントした後、ヘッドを
下降させ接合している。
【０００６】
　特開２００９－５４９６４号公報には、高精度なウェハ移載処理を行う装置が開示され
ている。そのウェハ移載装置は、ウェハを保持した状態で水平面上に回転させるウェハ回
転テーブルと、前記ウェハ回転テーブル中心に対する前記ウェハのずれ量および回転原点
に対するノッチ位置を検出するウェハ外形検出部と、ウェハホルダを保持しＸＹθ方向に
移動可能なホルダステージと、前記ウェハを前記ウェハ回転テーブルから前記ホルダステ
ージに搬送するウェハ搬送部と、前記ウェハ搬送部で搬送された前記ウェハを前記ウェハ
ホルダに移載するための前記ホルダステージに設けられたリフトピン機構部と、前記ホル
ダステージの上方に設置され、前記ウェハのアライメントマークおよび前記ウェハホルダ
の基準マークを検出する画像検出部と、前記ウェハホルダ上に前記ウェハを移載後、前記
アライメントマークを前記画像検出部によって検出し、得られたウェハ座標のずれ量が前
記ウェハホルダに対して規定範囲内の場合、前記ウェハを前記ウェハホルダに保持した状
態で前記ウェハホルダを外部に搬出させる制御部とを有することを特徴としている。
【０００７】
　特許第４２０９４５７号公報には、単位時間あたりの製品の生産量をより多くする常温
接合装置が開示されている。その常温接合装置は、第１基板を保持する第１試料台を第１
ステージに、前記第１試料台の向きを変更可能に支持する角度調整機構と、前記第１ステ
ージを第１方向に駆動する第１駆動装置と、第２基板を保持する第２試料台を前記第１方
向に平行でない第２方向に駆動する第２駆動装置と、前記第２基板と前記第１基板とが圧
接されるときに、前記第１方向に前記第２試料台を支持するキャリッジ支持台とを具備し
、前記角度調整機構は、前記第１試料台に固定される球フランジと、前記第１ステージに
固定される球座と、前記球フランジをかしめることにより前記球フランジを前記球座に固
定する固定フランジとを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特公平０８－２４０９９号公報
【特許文献２】特開２００３－２４９４２５号公報
【特許文献３】特開２００５－２２９００６号公報
【特許文献４】特開２００９－５４９６４号公報
【特許文献５】特許第４２０９４５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、接合対象をより高速に接合する接合方法および接合装置制御装置を提
供することにある。
　本発明の他の課題は、接合対象をより高速に位置合わせする接合方法および接合装置制
御装置を提供することにある。
　本発明のさらに他の課題は、接合対象を位置合わせするときに利用される画像を撮影す
るカメラをより高速に位置合わせする接合方法および接合装置制御装置を提供することに
ある。
　本発明のさらに他の課題は、接合対象を位置合わせするときに利用される画像を撮影す
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るカメラをより高精度に位置合わせする接合方法および接合装置制御装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下に、発明を実施するための形態・実施例で使用される符号を括弧付きで用いて、課
題を解決するための手段を記載する。この符号は、特許請求の範囲の記載と発明を実施す
るための形態・実施例の記載との対応を明らかにするために付加されたものであり、特許
請求の範囲に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いてはならない。
【００１１】
　本発明による接合方法は、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて、基準スケー
ル（４８）（９１）（１０１）に形成された第１ガイドパターン（４９－１）（９３－１
）（１０３－１）が映る第１画像を撮影するステップと、第２アライメントカメラ（４１
－２）を用いて、基準スケール（４８）（９１）（１０１）に形成された第２ガイドパタ
ーン（４９－２）（９３－２）（１０３－２）が映る第２画像を撮影するステップと、そ
の第２画像の所定位置に第２ガイドパターン（４９－２）（９３－２）（１０３－２）が
映るときにその第１画像の所定位置に第１ガイドパターン（４９－１）（９３－１）（１
０３－１）が映るように、第１アライメントカメラ（４１－１）を位置合わせするステッ
プと、第１アライメントカメラ（４１－１）が位置合わせされた後に、第１アライメント
カメラ（４１－１）を用いて撮影された第１アライメント用画像と第２アライメントカメ
ラ（４１－２）を用いて撮影された第２アライメント用画像とに基づいて被接合基板（３
２）と接合基板（３４）とを位置合わせするステップと、被接合基板（３２）と接合基板
（３４）とが位置合わせされた後に被接合基板（３２）と接合基板（３４）とを接合する
ステップとを備えている。このような接合方法によれば、第１アライメントカメラ（４１
－１）と第２アライメントカメラ（４１－２）とは、被接合基板（３２）または接合基板
（３４）に形成された第１アライメントマークと第２アライメントマークとに比較して第
１ガイドパターン（４９－１）（９３－１）（１０３－１）と第２ガイドパターン（４９
－２）（９３－２）（１０３－２）とがより適切に形成されているときに、その第１アラ
イメントマークと第２アライメントマークとを用いて位置合わせされることに比較して、
より容易に、より高速に位置合わせされることができる。その結果、被接合基板（３２）
と接合基板（３４）とは、より高速に位置合わせされることができ、より高速に接合され
ることができる。
【００１２】
　本発明による接合方法は、その第１画像が撮影されたときに基準スケール（４８）が配
置されていた第１位置と異なる第２位置に基準スケール（４８）が配置されているときに
、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて第１ガイドパターン（４９－１）が映る
第３画像を撮影するステップをさらに備えている。第１アライメントカメラ（４１－１）
は、その第３画像に第１ガイドパターン（４９－１）が映る位置が、その第１画像に第１
ガイドパターン（４９－１）が映る位置に一致するように、位置合わせされる。被接合基
板（３２）と接合基板（３４）とは、その第１アライメント用画像に被接合基板（３２）
と接合基板（３４）との両方が映っているときに、その第１アライメント画像に基づいて
被接合基板（３２）と接合基板（３４）とが位置合わせされた後に接合基板（３４）が接
合方向に移動されることにより、接合される。このとき、その第１位置に対するその第２
位置の方向は、その接合方向に平行である。このような接合方法によれば、第１アライメ
ントカメラ（４１－１）は、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とが接合されるとき
に重なる２つのアライメントマークが重なって映る画像を接合直前に撮影することができ
る。その結果、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とは、第１アライメントカメラ（
４１－１）により撮影された画像を用いて位置合わせされることにより、より高精度に位
置合わせされることができ、より高精度に接合されることができる。
【００１３】
　本発明による接合方法は、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とを搬送する搬送ロ
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ボット（６）が基準スケール（４８）（９１）を保持しているときに、第１アライメント
カメラ（４１－１）を用いて第１ガイドパターン（４９－１）（９３－１）を第１搬送ロ
ボット位置合わせ用画像に撮影し、第２アライメントカメラ（４１－２）を用いて第２ガ
イドパターン（４９－２）（９３－２）を第２搬送ロボット位置合わせ用画像に撮影する
ステップと、第１搬送ロボット位置合わせ用画像の所定位置に第１ガイドパターン（４９
－１）（９３－１）が映るときに第２搬送ロボット位置合わせ用画像の所定位置に第２ガ
イドパターン（４９－２）（９３－２）が映るように、搬送ロボット（６）を用いて基準
スケール（４８）（９１）を位置合わせするステップと、基準スケール（４８）（９１）
が位置合わせされた位置で被接合基板（３２）が保持されるように、被接合基板（３２）
を搬送するステップとをさらに備えている。このような接合方法によれば、搬送ロボット
（６）は、その保持機構の所定位置に被接合基板（３２）をより高精度に搬送することが
できる。このため、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とは、その保持機構に保持さ
れ、より高速に位置合わせされることができ、より高速に接合されることができる。
【００１４】
　基準スケール（４８）は、被接合基板（３２）が形成される形状に形成されることが好
ましい。
【００１５】
　その第１ガイドパターンと第２ガイドパターンとは、被接合基板（３２）と接合基板（
３４）とが接合されるときに接合基板（３４）を保持する静電チャック（１３）に形成さ
れていることが好ましい。
【００１６】
　第１ガイドパターン（１０３－１）と第２ガイドパターン（１０３－２）とは、被接合
基板（３２）と接合基板（３４）とが接合される雰囲気と第１アライメントカメラ（４１
－１）と第２アライメントカメラ（４１－２）とが配置される雰囲気とを隔離するビュー
ポート（１０２－１～１０２－２）に形成されることが好ましい。
【００１７】
　本発明による接合装置制御装置（１０）は、第１アライメントカメラ（４１－１）を用
いて基準スケール（４８）（９１）（１０１）に形成された第１ガイドパターン（４９－
１）（９３－１）（１０３－１）が映る第１画像を撮影し、第２アライメントカメラ（４
１－２）を用いて基準スケール（４８）（９１）（１０１）に形成された第２ガイドパタ
ーン（４９－２）（９３－２）（１０３－２）が映る第２画像を撮影する撮影部（６２）
と、その第２画像の所定位置に第２ガイドパターン（４９－２）（９３－２）（１０３－
２）が映るときにその第１画像の所定位置に第１ガイドパターン（４９－１）（９３－１
）（１０３－１）が映るように、第１アライメントカメラ（４１－１）を位置合わせする
カメラ位置合わせ部（６３）と、第１アライメントカメラ（４１－１）が位置合わせされ
た後に、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて撮影された第１アライメント用画
像と第２アライメントカメラ（４１－２）を用いて撮影された第２アライメント用画像と
に基づいて被接合基板（３２）と接合基板（３４）とを位置合わせする基板位置合わせ部
（６４）と、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とが位置合わせされた後に被接合基
板（３２）と接合基板（３４）とを接合する接合部（６５）とを備えている。このような
接合装置制御装置（１０）は、第１アライメントマークと第２アライメントマークとに比
較して第１ガイドパターン（４９－１）（９３－１）（１０３－１）と第２ガイドパター
ン（４９－２）（９３－２）（１０３－２）とがより適切に形成されているときに、第１
アライメントマークと第２アライメントマークとを用いて位置合わせされることに比較し
て、第１アライメントカメラ（４１－１）と第２アライメントカメラ（４１－２）とをよ
り容易に、より高速に位置合わせすることができる。その結果、接合装置制御装置（１０
）は、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とをより高速に位置合わせすることができ
、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とをより高速に接合することができる。
【００１８】
　撮影部（６２）は、さらに、その第１画像が撮影されたときに基準スケール（４８）が
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配置されていた第１位置と異なる第２位置に基準スケール（４８）が配置されているとき
に、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて第１ガイドパターン（４９－１）が映
る第３画像を撮影する。カメラ位置合わせ部（６３）は、その第３画像に第１ガイドパタ
ーン（４９－１）が映る位置が、その第１画像に第１ガイドパターン（４９－１）が映る
位置に一致するように、第１アライメントカメラ（４１－１）を位置合わせする。被接合
基板（３２）と接合基板（３４）とは、その第１アライメント画像に被接合基板（３２）
と接合基板（３４）との両方が映っているときに、その第１アライメント用画像に基づい
て被接合基板（３２）と接合基板（３４）とが位置合わせされた後に接合基板（３４）が
接合方向に移動されることにより、接合される。このとき、その第１位置に対するその第
２位置の方向は、その接合方向に平行である。このような接合装置制御装置（１０）は、
第１アライメントカメラ（４１－１）により、被接合基板（３２）と接合基板（３４）と
が接合されるときに重なる２つのアライメントマークが重なって映る画像を接合直前に撮
影することができる。その結果、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とは、第１アラ
イメントカメラ（４１－１）により撮影された画像を用いて位置合わせされることにより
、より高精度に位置合わせされることができ、より高精度に接合されることができる。
【００１９】
　本発明による接合装置制御装置（１０）は、搬送ロボット（６）が基準スケール（４８
）（９１）を保持しているときに、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて撮影さ
れた第１搬送ロボット位置合わせ用画像の所定位置に第１ガイドパターン（４９－１）（
９３－１）が映るように、かつ、第２アライメントカメラ（４１－２）を用いて撮影され
た第２搬送ロボット位置合わせ用画像の所定位置に第２ガイドパターン（４９－２）（９
３－２）が映るように、搬送ロボット（６）を用いて基準スケール（４８）（９１）を位
置合わせする搬送装置位置合わせ部（６６）と、基準スケール（４８）（９１）が位置合
わせされた位置で被接合基板（３２）が保持されるように、搬送ロボット（６）を用いて
、被接合基板（３２）を搬送する搬送部（６１）とをさらに備えている。このような接合
装置制御装置（１０）によれば、搬送ロボット（６）は、その保持機構の所定位置に被接
合基板（３２）をより高精度に搬送することができる。このため、被接合基板（３２）と
接合基板（３４）とは、その保持機構に保持され、より高速に位置合わせされることがで
き、より高速に接合されることができる。
【００２０】
　基準スケール（４８）は、被接合基板（３２）が形成される形状に形成されることが好
ましい。
【００２１】
　その第１ガイドパターンと第２ガイドパターンとは、被接合基板（３２）と接合基板（
３４）とが接合されるときに接合基板（３４）を保持する静電チャック（１３）に形成さ
れていることが好ましい。
【００２２】
　第１ガイドパターン（１０３－１）と第２ガイドパターン（１０３－２）とは、被接合
基板（３２）と接合基板（３４）とが接合される雰囲気と第１アライメントカメラ（４１
－１）と第２アライメントカメラ（４１－２）とが配置される雰囲気とを隔離するビュー
ポート（１０２－１～１０２－２）に形成されることが好ましい。
【００２３】
　本発明による接合装置（１）は、第１アライメントカメラ（４１－１）と、第２アライ
メントカメラ（４１－２）と、被接合基板（３２）を保持するキャリッジ（８）を移動さ
せる位置決めステージ（２４）と、接合基板（３４）を保持する静電チャック（１３）を
移動させる圧接機構（１４）と、第１ガイドパターン（４９－１）（９３－１）と第２ガ
イドパターン（４９－２）（９３－２）とが形成されている基準スケール（４８）（９１
）と、第１アライメントカメラ（４１－１）を駆動する第１カメラ位置調整用ステージ（
４５－１）と、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて撮影された第１基板位置合
わせ用画像と第２アライメントカメラ（４１－２）を用いて撮影された第２基板位置合わ
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せ用画像とに基づいて位置決めステージ（２４）を制御し、被接合基板（３２）と接合基
板（３４）とが接合されるように圧接機構（１４）を制御する接合装置制御装置（１０）
とを備えている。接合装置制御装置（１０）は、さらに、キャリッジ（８）が基準スケー
ル（４８）（９１）を保持するときに、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて撮
影された第１ガイドパターン（４９－１）（９３－１）が映る第１カメラ位置合わせ用画
像と第２アライメントカメラ（４１－２）を用いて撮影された第２ガイドパターン（４９
－２）（９３－２）が映る第２カメラ位置合わせ用画像とに基づいて第１カメラ位置調整
用ステージ（４５－１）とを制御する。
【００２４】
　キャリッジ（８）は、被接合基板（３２）が載せられた基板用カートリッジ（１１）を
保持する。基準スケール（９１）は、基板用カートリッジ（１１）が形成される形状に形
成されている。
【００２５】
　本発明による接合装置（１）は、第１アライメントカメラ（４１－１）と、第２アライ
メントカメラ（４１－２）と、被接合基板（３２）を保持するキャリッジ（８）を移動さ
せる位置決めステージ（２４）と、接合基板（３４）を保持する静電チャック（１３）を
移動させる圧接機構（１４）と、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とが接合される
雰囲気と第１アライメントカメラ（４１－１）と第２アライメントカメラ（４１－２）と
が配置される雰囲気とを隔離するビューポート（１０２－１～１０２－２）と、第１アラ
イメントカメラ（４１－１）を駆動する第１カメラ位置調整用ステージ（４５－１）と、
第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて撮影された第１基板位置合わせ用画像と第
２アライメントカメラ（４１－２）を用いて撮影された第２基板位置合わせ用画像とに基
づいて位置決めステージ（２４）を制御し、被接合基板（３２）と接合基板（３４）とが
接合されるように圧接機構（１４）を制御する接合装置制御装置（１０）とを備えている
。ビューポート（１０２－１～１０２－２）は、第１ガイドパターン（１０３－１）と第
２ガイドパターン（１０３－２）とが形成されている。接合装置制御装置（１０）は、さ
らに、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて撮影された第１ガイドパターン（１
０３－１）が映る第１カメラ位置合わせ用画像と第２アライメントカメラ（４１－２）を
用いて撮影された第２ガイドパターン（１０３－２）が映る第２カメラ位置合わせ用画像
とに基づいて第１カメラ位置調整用ステージ（４５－１）を制御する。
【００２６】
　本発明による接合装置（１）は、第１アライメントカメラ（４１－１）と、第２アライ
メントカメラ（４１－２）と、被接合基板（３２）を保持するキャリッジ（８）を移動さ
せる位置決めステージ（２４）と、接合基板（３４）を保持する静電チャック（１３）を
移動させる圧接機構（１４）と、第１アライメントカメラ（４１－１）を駆動する第１カ
メラ位置調整用ステージ（４５－１）と、第１アライメントカメラ（４１－１）を用いて
撮影された第１基板位置合わせ用画像と第２アライメントカメラ（４１－２）を用いて撮
影された第２基板位置合わせ用画像とに基づいて位置決めステージ（２４）を制御し、被
接合基板（３２）と接合基板（３４）とが接合されるように圧接機構（１４）を制御する
接合装置制御装置（１０）とを備えている。静電チャック（１３）は、第１ガイドパター
ンと第２ガイドパターンとが形成されている。接合装置制御装置（１０）は、さらに、第
１アライメントカメラ（４１－１）を用いて撮影された第１ガイドパターンが映る第１カ
メラ位置合わせ用画像と第２アライメントカメラ（４１－２）を用いて撮影された第２ガ
イドパターンが映る第２カメラ位置合わせ用画像とに基づいて第１カメラ位置調整用ステ
ージ（４５－１）を制御する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明による接合方法および接合装置制御装置は、接合対象に形成されるアライメント
マークを用いてカメラを位置合わせすることに比較して、接合対象を位置合わせするため
のアライメントカメラをより容易に、より高速に位置合わせすることができる。その結果
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、本発明による接合方法および接合装置制御装置は、接合対象をより高速に位置合わせす
ることができ、接合対象をより高速に接合することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明による接合装置を示す断面図である。
【図２】図２は、位置合わせ機構を示す断面図である。
【図３】図３は、基準スケール基板を示す平面図である。
【図４】図４は、ガイドパターンを示す平面図である。
【図５】図５は、本発明による接合装置制御装置を示すブロック図である。
【図６】図６は、カメラを位置合わせする動作を示すフローチャートである。
【図７】図７は、他のガイドパターンを示す平面図である。
【図８】図８は、さらに他のガイドパターンを示す平面図である。
【図９】図９は、基準スケールカートリッジを示す平面図である。
【図１０】図１０は、基準スケールカートリッジを示す断面図である。
【図１１】図１１は、基準スケールキャリッジ支持台を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図面を参照して、本発明による接合装置制御装置の実施の形態を記載する。その接合装
置制御装置１０は、図１に示されているように、接合システムに適用されている。すなわ
ち、その接合システムは、接合装置１と接合装置制御装置１０とを備えている。接合装置
１は、接合チャンバー２とロードロックチャンバー３とを備えている。接合チャンバー２
とロードロックチャンバー３とは、内部を環境から密閉する容器である。接合装置１は、
さらに、ゲートバルブ４を備えている。ゲートバルブ４は、接合チャンバー２とロードロ
ックチャンバー３との間に介設され、接合チャンバー２の内部とロードロックチャンバー
３の内部とを接続するゲートを形成している。ゲートバルブ４は、接合装置制御装置１０
により制御されることにより、そのゲートを閉鎖し、または、そのゲートを開放する。ロ
ードロックチャンバー３は、図示されていない蓋を備えている。その蓋は、ロードロック
チャンバー３の外部と内部とを接続するゲートを閉鎖し、または、そのゲートを開放する
。
【００３０】
　ロードロックチャンバー３は、真空ポンプ５を備えている。真空ポンプ５は、接合装置
制御装置１０により制御されることにより、ロードロックチャンバー３の内部から気体を
排気する。真空ポンプ５としては、ターボ分子ポンプ、クライオポンプ、油拡散ポンプが
例示される。ロードロックチャンバー３は、さらに、搬送ロボット６を内部に備えている
。搬送ロボット６は、接合装置制御装置１０により制御されることにより、ゲートバルブ
４を介してロードロックチャンバー３の内部に配置されたウェハを接合チャンバー２に搬
送し、または、ゲートバルブ４を介して接合チャンバー２に配置されたウェハをロードロ
ックチャンバー３の内部に搬送する。
【００３１】
　接合チャンバー２は、真空ポンプ７を備えている。真空ポンプ７は、接合装置制御装置
１０により制御されることにより、接合チャンバー２の内部から気体を排気する。真空ポ
ンプ７としては、ターボ分子ポンプ、クライオポンプ、油拡散ポンプが例示される。
【００３２】
　接合チャンバー２は、さらに、位置決めステージキャリッジ８と位置合わせ機構９とを
備えている。位置決めステージキャリッジ８は、板状に形成されている。位置決めステー
ジキャリッジ８は、接合チャンバー２の内部に配置され、水平方向に平行移動可能に、か
つ、鉛直方向に平行である回転軸を中心に回転移動可能に支持されている。位置決めステ
ージキャリッジ８は、カートリッジ１１を保持するために利用される。カートリッジ１１
は、ステンレス鋼ＳＵＳ３０４から形成され、概ね円盤状に形成されている。位置合わせ
機構９は、接合装置制御装置１０により制御されることにより、位置決めステージキャリ
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ッジ８が水平方向に平行移動するように、または、位置決めステージキャリッジ８が鉛直
方向に平行である回転軸を中心に回転移動するように、位置決めステージキャリッジ８を
移動する。
【００３３】
　接合チャンバー２は、さらに、圧接軸１２と静電チャック１３と圧接機構１４と荷重計
１５とを備えている。圧接軸１２は、接合チャンバー２に対して鉛直方向に平行移動可能
に支持されている。静電チャック１３は、圧接軸１２の下端に配置されている。静電チャ
ック１３は、内部に内部電極が配置されている誘電層から形成されている。その誘電層は
、アルミナ系セラミックから形成され、下端に平坦な面が形成されている。静電チャック
１３は、接合装置制御装置１０により制御されることにより、その内部電極に所定の印加
電圧が印加される。静電チャック１３は、その内部電極に所定の印加電圧が印加されるこ
とにより、その誘電層の平坦な面の近傍に配置されるウェハを静電力によって保持する。
圧接機構１４は、接合装置制御装置１０により制御されることにより、接合チャンバー２
に対して鉛直方向に圧接軸１２を平行移動させる。圧接機構１４は、さらに、静電チャッ
ク１３が配置される位置を測定し、その位置を接合装置制御装置１０に出力する。荷重計
１５は、圧接軸１２に印加される荷重を測定することにより、静電チャック１３により保
持されたウェハに印加される荷重を測定し、その荷重を接合装置制御装置１０に出力する
。
【００３４】
　接合チャンバー２は、さらに、イオンガン１６と電子源１７とを備えている。イオンガ
ン１６は、静電チャック１３が上方に配置されているときに、位置合わせ機構９と静電チ
ャック１３との間の空間に向くように配置されている。イオンガン１６は、接合装置制御
装置１０により制御されることにより、位置合わせ機構９と静電チャック１３との間の空
間を通り、接合チャンバー２の内側表面に交差する照射軸に沿って、アルゴンイオンを加
速して放出する。電子源１７は、イオンガン１６と同様にして、位置合わせ機構９と静電
チャック１３との間の空間に向くように配置されている。電子源１７は、接合装置制御装
置１０により制御されることにより、位置合わせ機構９と静電チャック１３との間の空間
を通り、接合チャンバー２の内側表面に交差する他の照射軸に沿って、電子を加速して放
出する。
【００３５】
　イオンガン１６は、さらに、図示されていない金属ターゲットを備えている。その金属
ターゲットは、複数の金属から形成され、そのアルゴンイオンが照射される位置に配置さ
れている。その金属ターゲットは、そのアルゴンイオンが照射されたときに、その複数の
金属の粒子を接合チャンバー２の内部の雰囲気に放出する。なお、その金属ターゲットは
、金属グリッドに置換されることもできる。その金属グリッドは、開口を有する金属部材
であり、イオンガン１６の出射端に配置されている。その金属グリッドは、その金属ター
ゲットと同様にして、そのアルゴンイオンに照射されることにより、接合チャンバー２の
内部の雰囲気にその複数の金属の粒子を放出する。なお、その金属ターゲットは、ウェハ
の接合面に金属を付着させることが不要であるときに、省略することもできる。
【００３６】
　図２は、位置合わせ機構９を示している。位置合わせ機構９は、キャリッジ支持台２１
と板ばね２３と位置決めステージ２４とを備えている。キャリッジ支持台２１は、接合チ
ャンバー２に固定されている。キャリッジ支持台２１は、上端に平坦な支持面が形成され
ている。その支持面は、鉛直方向に垂直である。キャリッジ支持台２１は、ビューポート
２５－１～２５－２を備えている。ビューポート２５－１～２５－２は、それぞれ、赤外
線に対して透明な材料で形成されている。その材料としては、ガラスが例示される。ビュ
ーポート２５－１～２５－２は、それぞれ、接合チャンバー２の内部の雰囲気と接合チャ
ンバー２の外側の雰囲気とを隔離している。
【００３７】
　位置決めステージキャリッジ８は、観察窓２６－１～２６－２が形成されている。観察
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窓２６－１に対する観察窓２６－２の相対位置は、ビューポート２５－１に対するビュー
ポート２５－２の相対位置に概ね一致している。位置決めステージキャリッジ８は、キャ
リッジ支持台２１の支持面に対向するように、かつ、観察窓２６－１～２６－２がビュー
ポート２５－１～２５－２にそれぞれ対向するように、キャリッジ支持台２１の上側に配
置されている。
【００３８】
　板ばね２３は、弾性体から形成され、位置決めステージキャリッジ８の縁に固定されて
いる。位置決めステージ２４は、接合チャンバー２に固定されている。位置決めステージ
２４は、位置決めステージキャリッジ８がキャリッジ支持台２１の支持面から１００μｍ
程度離れるように、板ばね２３で支持している。位置決めステージ２４は、接合装置制御
装置１０により制御されることにより、位置決めステージキャリッジ８が水平方向に平行
に平行移動するように、または、位置決めステージキャリッジ８が鉛直方向に平行な回転
軸を中心に回転移動するように、板ばね２３を移動する。板ばね２３は、鉛直下方向の荷
重が位置決めステージキャリッジ８に印加されたときに、位置決めステージキャリッジ８
がキャリッジ支持台２１の支持面に接触するように弾性変形する。
【００３９】
　カートリッジ１１は、本体部分３６とフランジ部分３７とから形成されている。本体部
分３６は、円柱状に形成されている。フランジ部分３７は、本体部分３６の円柱の側面か
ら張り出すように形成され、円盤状に形成されている。このとき、搬送ロボット６は、カ
ートリッジ１１にウェハが載せられているときに、フランジ部分３７を救い上げることに
より、そのウェハに接触しないでそのウェハを搬送することができる。カートリッジ１１
は、観察窓３１－１～３１－２が形成されている。観察窓３１－１に対する観察窓３１－
２の相対位置は、観察窓２６－１に対する観察窓２６－２の相対位置に概ね一致している
。カートリッジ１１は、観察窓３１－１～３１－２が観察窓２６－１～２６－２にそれぞ
れ対向するように、位置決めステージ２４の上に載せられる。
【００４０】
　カートリッジ１１に載せられる下ウェハ３２は、カートリッジ１１に対向する面の反対
側の面にアライメントマーク３３－１～３３－２が形成されている。アライメントマーク
３３－１～３３－２は、線幅１０μｍ程度の線から形成されている。アライメントマーク
３３－１に対するアライメントマーク３３－２の相対位置は、観察窓３１－１に対する観
察窓３１－２の相対位置に概ね一致している。静電チャック１３に保持される上ウェハ３
４は、静電チャック１３に対向する面の反対側の面にアライメントマーク３５－１～３５
－２が形成されている。アライメントマーク３５－１～３５－２は、線幅１０μｍ程度の
線から形成されている。アライメントマーク３５－１に対するアライメントマーク３５－
２の相対位置は、アライメントマーク３３－１に対するアライメントマーク３３－２の相
対位置に一致している。
【００４１】
　位置合わせ機構９は、撮影装置４１－１～４１－２をさらに備えている。撮影装置４１
－１～４１－２の各撮影装置４１－ｊ（ｊ＝１，２）は、赤外線光源４２－ｊと観察レン
ズ４３－ｊと赤外線カメラ４４－ｊとカメラ位置調整用ステージ４５－ｊを備えている。
赤外線光源４２－ｊと観察レンズ４３－ｊと赤外線カメラ４４－ｊとカメラ位置調整用ス
テージ４５－ｊとは、接合チャンバー２の外側に配置されている。赤外線光源４２－ｊは
、接合装置制御装置１０により制御されることにより、下ウェハ３２を透過する赤外線を
生成する。その赤外線の波長としては、１μｍ以上の波長が例示される。
【００４２】
　観察レンズ４３－ｊは、水平方向に平行に平行移動可能に、または、水平方向に平行で
ある回転軸を中心に回転移動可能に接合チャンバー２に支持されている。観察レンズ４３
－ｊは、赤外線光源４２－ｊにより生成される赤外線の向きを鉛直方向に変えて、ビュー
ポート２５－ｊを介して下ウェハ３２または上ウェハ３４にその赤外線を照射する。観察
レンズ４３－ｊは、さらに、アライメントマーク３３－ｊまたはアライメントマーク３５
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－ｊを反射する赤外線の反射光のうちの鉛直方向に平行に進行する反射光を赤外線カメラ
４４－ｊに透過する。
【００４３】
　赤外線カメラ４４－ｊは、接合装置制御装置１０により制御されることにより、観察レ
ンズ４３－ｊを透過した反射光に基づいてアライメントマーク３３－ｊまたはアライメン
トマーク３５－ｊを映す画像を撮影し、その画像を示す電気信号を接合装置制御装置１０
に出力する。その画像の視野としては、長方形に形成され、アライメントマーク３３－１
～３３－２またはアライメントマーク３５－１～３５－２が形成される領域に比較して十
分に広い。たとえば、アライメントマーク３３－１～３３－２またはアライメントマーク
３５－１～３５－２が形成される領域の差し渡し幅が数十μｍであるときに、その視野の
差し渡し幅の最小値としては、１００μｍ～数百μｍが例示される。このとき、その画像
の中心には、光軸４６－ｊ上に配置される被写体が映し出される。すなわち、光軸４６－
ｊは、その画像の中心に映し出される視野中心の軌跡を示している。光軸４６－ｊは、観
察レンズ４３－ｊに対して固定されている。
【００４４】
　カメラ位置調整用ステージ４５－ｊは、接合装置制御装置１０により制御されることに
より、光軸４６－ｊが水平方向に平行に平行移動するように、観察レンズ４３－ｊを水平
方向に平行に平行移動させる。カメラ位置調整用ステージ４５－ｊは、接合装置制御装置
１０により制御されることにより、光軸４６－ｊが水平方向に平行である回転軸を中心に
回転移動するように、観察レンズ４３－ｊを水平方向に平行である回転軸を中心に回転移
動させる。
【００４５】
　図３は、観察レンズ４３－１～４３－２を位置調整するときに適用される基準スケール
基板を示している。その基準スケール基板４８は、下ウェハ３２または上ウェハ３４と概
ね同様に形成され、すなわち、円盤状に形成されている。基準スケール基板４８は、さら
に、ガイドパターン４９－１～４９－２が形成されている。ガイドパターン４９－１に対
するガイドパターン４９－２の相対位置は、アライメントマーク３３－１に対するアライ
メントマーク３３－２の相対位置に一致している。
【００４６】
　ガイドパターン４９－１～４９－２は、互いに同様に形成されている。すなわち、ガイ
ドパターン４９－１～４９－２の各ガイドパターン４９－ｊは、図４に示されているよう
に、基準点５１を示し、すなわち、基準線５２と複数の矢印５３と目盛り５４とを含んで
いる。基準線５２は、基準点５１を通る直線に形成され、撮影装置４１－ｊの視野５５に
なり得る領域を横断するように、形成されている。すなわち、ガイドパターン４９－ｊは
、アライメントマーク３３－１～３３－２またはアライメントマーク３５－１～３５－２
に比較して十分に大きい。複数の矢印５３は、それぞれ、基準線５２に重ねて配置され、
基準点５１が配置される位置の方向を指示している。矢印５３の間隔は、基準線５２が撮
影装置４１－ｊの視野５５を横断するように映っているときに、視野５５に少なくとも１
つが配置されるように、設計されている。目盛り５４は、基準線５２に垂直である複数の
平行線から形成されている。その複数の平行線は、等間隔に形成され、全部が視野５５に
含まれるように形成されている。その複数の平行線のうちの１つの線は、基準点５１を通
るように形成されている。その複数の平行線は、基準点５１に近いほど長くなるように形
成されている。すなわち、その複数の平行線のうちの基準点５１を通る線は、その複数の
平行線のうちで最も長くなるように形成されている。
【００４７】
　図５は、接合装置制御装置１０を示している。接合装置制御装置１０は、コンピュータ
であり、図示されていないＣＰＵと記憶装置とリムーバルメモリドライブと入力装置とイ
ンターフェースとを備えている。そのＣＰＵは、接合装置制御装置１０にインストールさ
れるコンピュータプログラムを実行して、その記憶装置と入力装置とインターフェースと
を制御する。その記憶装置は、そのコンピュータプログラムを記録し、そのＣＰＵにより
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生成される情報を一時的に記録する。そのリムーバルメモリドライブは、記録媒体が挿入
されたときに、その記録媒体に記録されているデータを読み出すことに利用される。その
リムーバルメモリドライブは、特に、コンピュータプログラムが記録されている記録媒体
が挿入されたときに、そのコンピュータプログラムを接合装置制御装置１０にインストー
ルするときに利用される。その入力装置は、ユーザに操作されることにより情報を生成し
、その情報をそのＣＰＵに出力する。その入力装置としては、キーボードが例示される。
そのインターフェースは、接合装置制御装置１０に接続される外部機器により生成される
情報をそのＣＰＵに出力し、そのＣＰＵにより生成された情報をその外部機器に出力する
。その外部機器は、真空ポンプ５と搬送ロボット６と真空ポンプ７と静電チャック１３と
圧接機構１４と荷重計１５とイオンガン１６と電子源１７と位置決めステージ２４と赤外
線光源４２－１～４２－２と赤外線カメラ４４－１～４４－２とカメラ位置調整用ステー
ジ４５－１～４５－２とを含んでいる。
【００４８】
　接合装置制御装置１０にインストールされるコンピュータプログラムは、接合装置制御
装置１０に複数の機能を実現させるための複数のコンピュータプログラムから形成されて
いる。その複数の機能は、搬送部６１とカメラ位置合わせ用画像撮影部６２とカメラ位置
合わせ部６３と基板位置合わせ部６４と接合部６５と搬送装置位置合わせ部６６とを含ん
でいる。
【００４９】
　搬送部６１は、接合チャンバー２の内部とロードロックチャンバー３の内部とを接続す
るゲートが開閉するように、ゲートバルブ４を制御する。搬送部６１は、さらに、ゲート
バルブ４が閉鎖されているときに、ロードロックチャンバー３の内部に所定の真空度の予
備雰囲気が生成されるように、または、ロードロックチャンバー３の内部に大気圧雰囲気
が生成されるように、真空ポンプ５を制御する。搬送部６１は、ゲートバルブ４が開放さ
れているときに、ロードロックチャンバー３の内部に配置されているカートリッジ１１が
位置決めステージキャリッジ８に保持されるように、または、位置決めステージキャリッ
ジ８に保持されているカートリッジ１１がロードロックチャンバー３の内部に搬送される
ように、搬送ロボット６を制御する。
【００５０】
　カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、基準スケール基板４８が載っているカートリッ
ジ１１が位置決めステージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が基準スケール
基板４８のガイドパターン４９－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する
。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、その赤外線がガイドパターン４９－１に照射さ
れるときに、ガイドパターン４９－１が映る第１カメラ位置合わせ用画像が撮影されるよ
うに、赤外線カメラ４４－１を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、基準ス
ケール基板４８が載っているカートリッジ１１が位置決めステージキャリッジ８に保持さ
れているときに、赤外線が基準スケール基板４８のガイドパターン４９－２に照射される
ように、赤外線光源４２－２を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、その赤
外線がガイドパターン４９－２に照射されるときに、ガイドパターン４９－２が映る第２
カメラ位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－２を制御する。
【００５１】
　カメラ位置合わせ部６３は、カメラ位置合わせ用画像撮影部６２により撮影された第１
カメラ位置合わせ用画像に基づいて、基準スケール基板４８のガイドパターン４９－１が
指示する基準点５１を光軸４６－１が通るように、カメラ位置調整用ステージ４５－１を
制御する。カメラ位置合わせ部６３は、さらに、カメラ位置合わせ用画像撮影部６２によ
り撮影された第２カメラ位置合わせ用画像に基づいて、基準スケール基板４８のガイドパ
ターン４９－２が指示する基準点５１を光軸４６－２が通るように、カメラ位置調整用ス
テージ４５－２を制御する。すなわち、カメラ位置合わせ部６３は、基準スケール基板４
８のガイドパターン４９－ｊの基準線５２がその第ｉカメラ位置合わせ用画像に映ってい
ないときに、赤外線カメラ４４－ｊの視野が基準線５２に垂直である方向に移動するよう
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に、カメラ位置調整用ステージ４５－ｊを制御する。カメラ位置合わせ部６３は、ガイド
パターン４９－ｊの基準線５２がその第ｉカメラ位置合わせ用画像に映っているときに、
矢印５３が示す方向に赤外線カメラ４４－ｊの視野が移動するように、カメラ位置調整用
ステージ４５－ｊを制御する。カメラ位置合わせ部６３は、ガイドパターン４９－ｊの目
盛り５４がその第ｉカメラ位置合わせ用画像に映っているときに、その第ｉカメラ位置合
わせ用画像に目盛り５４を形成する複数の平行線が映し出されている位置に基づいて方向
と距離とを算出し、赤外線カメラ４４－ｊの視野がその方向にその距離だけ移動するよう
に、カメラ位置調整用ステージ４５－ｊを制御する。
【００５２】
　基板位置合わせ部６４は、上ウェハ３４が載っているカートリッジ１１が位置決めステ
ージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が上ウェハ３４のアライメントマーク
３５－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する。基板位置合わせ部６４は
、その赤外線がアライメントマーク３５－１に照射されるときに、アライメントマーク３
５－１が映る第１基板位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－１を制
御する。基板位置合わせ部６４は、上ウェハ３４が載っているカートリッジ１１が位置決
めステージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が上ウェハ３４のアライメント
マーク３５－２に照射されるように、赤外線光源４２－２を制御する。基板位置合わせ部
６４は、その赤外線がアライメントマーク３５－２に照射されるときに、アライメントマ
ーク３５－２が映る第２基板位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－
２を制御する。基板位置合わせ部６４は、その第１基板位置合わせ用画像とその第２基板
位置合わせ用画像とに基づいて、アライメントマーク３５－１が光軸４６－１に配置され
るように、かつ、アライメントマーク３５－２が光軸４６－２に配置されるように、位置
決めステージ２４を制御する。
【００５３】
　基板位置合わせ部６４は、上ウェハ３４が静電チャック１３に保持されている場合で、
下ウェハ３２が載っているカートリッジ１１が位置決めステージキャリッジ８に保持され
ているときに、下ウェハ３２と上ウェハ３４とが所定の距離まで接近するように、圧接機
構１４を制御する。基板位置合わせ部６４は、下ウェハ３２と上ウェハ３４とが所定の距
離まで接近しているときに、赤外線が下ウェハ３２のアライメントマーク３３－１と上ウ
ェハ３４のアライメントマーク３５－１とに照射されるように、赤外線光源４２－１を制
御する。基板位置合わせ部６４は、その赤外線が照射されるときに、アライメントマーク
３３－１とアライメントマーク３５－１とが映る第１基板位置合わせ用画像が撮影される
ように、赤外線カメラ４４－１を制御する。基板位置合わせ部６４は、下ウェハ３２と上
ウェハ３４とが所定の距離まで接近しているときに、赤外線が下ウェハ３２のアライメン
トマーク３３－２と上ウェハ３４のアライメントマーク３５－２とに照射されるように、
赤外線光源４２－２を制御する。基板位置合わせ部６４は、その赤外線が照射されるとき
に、アライメントマーク３３－２とアライメントマーク３５－２とが映る第２基板位置合
わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－２を制御する。基板位置合わせ部６
４は、その第１基板位置合わせ用画像とその第２基板位置合わせ用画像とに基づいて、ア
ライメントマーク３３－１がアライメントマーク３５－１に対向するように、かつ、アラ
イメントマーク３３－２がアライメントマーク３５－２に対向するように、位置決めステ
ージ２４を制御する。
【００５４】
　接合部６５は、ゲートバルブ４が閉鎖されているときに、接合チャンバー２の内部に所
定の真空度の接合雰囲気が生成されるように、真空ポンプ７を制御する。接合部６５は、
さらに、接合チャンバー２の内部にその接合雰囲気が生成されているときに、位置決めス
テージキャリッジ８に保持されるカートリッジ１１に載っているウェハにアルゴンイオン
が照射されるように、かつ、静電チャック１３に保持されるウェハにアルゴンイオンが照
射されるように、イオンガン１６を制御する。接合部６５は、さらに、そのアルゴンイオ
ンが照射される領域に電子が放出されるように、電子源１７を制御する。接合部６５は、
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アルゴンイオンが照射された後に、下ウェハ３２と上ウェハ３４とが接触するように、圧
接機構１４を制御する。接合部６５は、荷重計１５により測定された荷重に基づいて、そ
の測定された荷重が所定の荷重に到達するタイミングを算出し、そのタイミングで静電チ
ャック１３が停止するように、圧接機構１４を制御する。接合部６５は、下ウェハ３２と
上ウェハ３４とが接合ウェハに接合された後に、静電チャック１３がその接合ウェハをデ
チャックするように、静電チャック１３を制御し、静電チャック１３がその接合ウェハか
ら所定の距離以上に離れるように、圧接機構１４を制御する。
【００５５】
　搬送装置位置合わせ部６６は、基準スケール基板４８が載っているカートリッジ１１が
位置決めステージキャリッジ８の上に配置されるように、すなわち、カートリッジ１１が
位置決めステージキャリッジ８に保持される直前の位置に配置されるように、搬送ロボッ
ト６を制御する。搬送装置位置合わせ部６６は、基準スケール基板４８が載っているカー
トリッジ１１が搬送ロボット６に保持されているときに、赤外線が基準スケール基板４８
のガイドパターン４９－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する。搬送装
置位置合わせ部６６は、その赤外線がガイドパターン４９－１に照射されるときに、ガイ
ドパターン４９－１が映る第１搬送ロボット位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外
線カメラ４４－１を制御する。搬送装置位置合わせ部６６は、基準スケール基板４８が載
っているカートリッジ１１がその位置決め指定値に示される位置で搬送ロボット６に保持
されているときに、さらに、赤外線が基準スケール基板４８のガイドパターン４９－２に
照射されるように、赤外線光源４２－２を制御する。搬送装置位置合わせ部６６は、その
赤外線がガイドパターン４９－２に照射されるときに、ガイドパターン４９－２が映る第
２搬送ロボット位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－２を制御する
。
【００５６】
　搬送装置位置合わせ部６６は、その第１搬送ロボット位置合わせ用画像にガイドパター
ン４９－１が映るように、かつ、その第２搬送ロボット位置合わせ用画像にガイドパター
ン４９－２が映るように、搬送ロボット６を制御する。このとき、搬送部６１は、カート
リッジ１１が位置決めステージキャリッジ８に保持されるようにカートリッジ１１を搬送
するときに、搬送装置位置合わせ部６６によりカートリッジ１１が位置合わせされた位置
にカートリッジ１１が配置されるように、搬送ロボット６を制御する。
【００５７】
　本発明による接合方法の実施の形態は、接合装置制御装置１０により実行され、カメラ
を位置合わせする動作と、ウェハを接合する動作と、搬送ロボットの停止位置を位置合わ
せする動作とを備えている。
【００５８】
　図６は、そのカメラを位置合わせする動作を示している。接合装置制御装置１０は、ま
ず、接合チャンバー２とロードロックチャンバー３とを接続するゲートが閉鎖されるよう
にゲートバルブ４を制御し、接合チャンバー２の内部に真空雰囲気が生成されるように、
真空ポンプ７を制御し、ロードロックチャンバー３の内部に大気圧雰囲気が生成されるよ
うに、真空ポンプ５を制御する。作業者は、ロードロックチャンバー３の内部に大気圧雰
囲気が生成された後に、ロードロックチャンバー３の蓋を開けて、複数のウェハをロード
ロックチャンバー３の内部に搬入し、ロードロックチャンバー３の蓋を閉める。このとき
、その複数のウェハは、複数のカートリッジ１１にそれぞれ載せられた状態でロードロッ
クチャンバー３の内部に配置される。その複数のウェハは、１枚の基準スケール基板４８
と複数対のウェハとを含んでいる。その複数対のウェハの各々は、１枚の上ウェハ３４と
１枚の下ウェハ３２とから形成されている。下ウェハ３２は、アライメントマーク３３－
１～３３－２が形成されている面の反対側の面がカートリッジ１１に対向するように、カ
ートリッジ１１に載せられている。上ウェハ３４は、アライメントマーク３５－１～３５
－２が形成されている面がカートリッジ１１に対向するように、カートリッジ１１に載せ
られている。基準スケール基板４８は、ガイドパターン４９－１～４９－２が形成されて



(18) JP 5448791 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

いる面の反対側の面がカートリッジ１１に対向するように、カートリッジ１１に載せられ
ている。
【００５９】
　接合装置制御装置１０は、ロードロックチャンバー３の内部に真空雰囲気が生成される
ように、真空ポンプ５を制御し、ロードロックチャンバー３の内部に真空雰囲気が生成さ
れた後に、ゲートバルブ４を開放する。接合装置制御装置１０は、まず、基準スケール基
板４８が載せられたカートリッジ１１がロードロックチャンバー３から位置決めステージ
キャリッジ８に搬送されるように、搬送ロボット６を制御する（ステップＳ１）。
【００６０】
　接合装置制御装置１０は、基準スケール基板４８が載っているカートリッジ１１が位置
決めステージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が基準スケール基板４８のガ
イドパターン４９－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する。接合装置制
御装置１０は、その赤外線がガイドパターン４９－１に照射されるときに、ガイドパター
ン４９－１が映る第１カメラ位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－
１を制御する。接合装置制御装置１０は、基準スケール基板４８が載っているカートリッ
ジ１１が位置決めステージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が基準スケール
基板４８のガイドパターン４９－２に照射されるように、赤外線光源４２－２を制御する
。接合装置制御装置１０は、その赤外線がガイドパターン４９－２に照射されるときに、
ガイドパターン４９－２が映る第２カメラ位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線
カメラ４４－２を制御する（ステップＳ２）。
【００６１】
　接合装置制御装置１０は、その第１カメラ位置合わせ用画像とその第２カメラ位置合わ
せ用画像とに基づいて、光軸４６－１～４６－２の位置が適切であるかどうかを判別する
（ステップＳ３）。すなわち、接合装置制御装置１０は、基準スケール基板４８のガイド
パターン４９－１が指示する基準点５１がその第１カメラ位置合わせ用画像の中心に映っ
ているかどうかを判別し、基準スケール基板４８のガイドパターン４９－２が指示する基
準点５１がその第２カメラ位置合わせ用画像の中心に映っているかどうかを判別する。
【００６２】
　接合装置制御装置１０は、光軸４６－ｊの位置が不適切であるときに（ステップＳ３、
不適切）、光軸４６－ｊが適切な位置に配置されるように、すなわち、基準点５１がその
第ｉカメラ位置合わせ用画像の中心に映るように、カメラ位置調整用ステージ４５－ｊを
制御する（ステップＳ４）。すなわち、接合装置制御装置１０は、基準スケール基板４８
のガイドパターン４９－ｊの基準線５２がその第ｉカメラ位置合わせ用画像に映っていな
いときに、赤外線カメラ４４－ｊの視野が基準線５２に垂直である方向に移動するように
、カメラ位置調整用ステージ４５－ｊを制御する。接合装置制御装置１０は、ガイドパタ
ーン４９－ｊの基準線５２がその第ｉカメラ位置合わせ用画像に映っているときに、矢印
５３が示す方向に赤外線カメラ４４－ｊの視野が移動するように、カメラ位置調整用ステ
ージ４５－ｊを制御する。接合装置制御装置１０は、ガイドパターン４９－ｊの目盛り５
４がその第ｉカメラ位置合わせ用画像に映っているときに、その第ｉカメラ位置合わせ用
画像に目盛り５４を形成する複数の平行線が映し出されている位置に基づいて方向と距離
とを算出し、赤外線カメラ４４－ｊの視野がその方向にその距離だけ移動するように、カ
メラ位置調整用ステージ４５－ｊを制御する。
【００６３】
　接合装置制御装置１０は、カメラ位置調整用ステージ４５－１～４５－２が制御された
後に、再度、ガイドパターン４９－１が映る第１カメラ位置合わせ用画像とガイドパター
ン４９－２が映る第２カメラ位置合わせ用画像とが撮影されるように、赤外線カメラ４４
－１～４４－２を制御する（ステップＳ２）。ステップＳ４とステップＳ２とは、光軸４
６－１～４６－２の位置が適切であると判別されるまで、繰り返し実行される。
【００６４】
　接合装置制御装置１０は、光軸４６－１～４６－２の位置が適切であると判別されたと
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きに（ステップＳ３、適切）、ゲートバルブ４を開放して、位置決めステージキャリッジ
８に保持されているカートリッジ１１がロードロックチャンバー３の内部に搬送されるよ
うに、搬送ロボット６を制御する（ステップＳ５）。
【００６５】
　ガイドパターン４９－１～４９－２は、アライメントマーク３３－１～３３－２または
アライメントマーク３５－１～３５－２に比較して、十分に大きい。このため、接合装置
制御装置１０は、アライメントマーク３３－ｊまたはアライメントマーク３５－ｊを赤外
線カメラ４４－ｊの視野の中心に配置させることに比較して、ガイドパターン４９－ｊを
より容易に赤外線カメラ４４－ｊの視野の中心に配置させることができる。その結果、接
合装置制御装置１０は、赤外線カメラ４４－ｊの視野の間隔がアライメントマーク３３－
１～３３－２またはアライメントマーク３５－１～３５－２の間隔に一致するように、赤
外線カメラ４４－ｊの位置をより容易に調整することができる。
【００６６】
　そのウェハを接合する動作は、カメラを位置合わせする動作の直後に実行される。接合
装置制御装置１０は、ゲートバルブ４が開放されているときに、まず、上ウェハ３４が載
せられたカートリッジ１１がロードロックチャンバー３から位置決めステージキャリッジ
８に搬送されるように、搬送ロボット６を制御する。
【００６７】
　接合装置制御装置１０は、上ウェハ３４が載っているカートリッジ１１が位置決めステ
ージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が上ウェハ３４のアライメントマーク
３５－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する。接合装置制御装置１０は
、その赤外線がアライメントマーク３５－１に照射されるときに、アライメントマーク３
５－１が映る第１基板位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－１を制
御する。接合装置制御装置１０は、上ウェハ３４が載っているカートリッジ１１が位置決
めステージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が上ウェハ３４のアライメント
マーク３５－２に照射されるように、赤外線光源４２－２を制御する。接合装置制御装置
１０は、その赤外線がアライメントマーク３５－２に照射されるときに、アライメントマ
ーク３５－２が映る第２基板位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－
２を制御する。
【００６８】
　接合装置制御装置１０は、その第１基板位置合わせ用画像とその第２基板位置合わせ用
画像とに基づいて、上ウェハ３４が配置されている位置が適切であるかどうかを判別する
。すなわち、接合装置制御装置１０は、上ウェハ３４のアライメントマーク３５－１がそ
の第１基板位置合わせ用画像の概ね中心に映っているかどうかを判別し、上ウェハ３４の
アライメントマーク３５－２がその第２基板位置合わせ用画像の概ね中心に映っているか
どうかを判別する。接合装置制御装置１０は、上ウェハ３４の位置が不適切であるときに
、アライメントマーク３５－１がその第１基板位置合わせ用画像の概ね中心に映るように
、かつ、アライメントマーク３５－２がその第２基板位置合わせ用画像の概ね中心に映る
ように、位置決めステージ２４を制御する。
【００６９】
　接合装置制御装置１０は、静電チャック１３の誘電層が上ウェハ３４に接触するように
、圧接機構１４を制御する。接合装置制御装置１０は、静電チャック１３の誘電層が上ウ
ェハ３４に接触したときに、静電チャック１３が上ウェハ３４を吸着するように、静電チ
ャック１３を制御する。接合装置制御装置１０は、上ウェハ３４がカートリッジ１１から
離れるように、圧接機構１４を制御する。接合装置制御装置１０は、上ウェハ３４がカー
トリッジ１１から離れた後で、上ウェハ３４が載せられていないカートリッジ１１が位置
決めステージキャリッジ８からロードロックチャンバー３の内部に搬送されるように、搬
送ロボット６を制御する。
【００７０】
　接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２が載せられたカートリッジ１１がロードロック
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チャンバー３から位置決めステージキャリッジ８に搬送されるように、搬送ロボット６を
制御する。接合装置制御装置１０は、次いで、ゲートバルブ４を閉鎖し、接合チャンバー
２の内部に所定の真空度の接合雰囲気が生成されるように、真空ポンプ７を制御する。
【００７１】
　接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２が載っているカートリッジ１１が位置決めステ
ージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が下ウェハ３２のアライメントマーク
３３－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する。接合装置制御装置１０は
、その赤外線がアライメントマーク３３－１に照射されるときに、アライメントマーク３
３－１が映る第１基板位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－１を制
御する。接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２が載っているカートリッジ１１が位置決
めステージキャリッジ８に保持されているときに、赤外線が下ウェハ３２のアライメント
マーク３３－２に照射されるように、赤外線光源４２－２を制御する。接合装置制御装置
１０は、その赤外線がアライメントマーク３３－２に照射されるときに、アライメントマ
ーク３３－２が映る第２基板位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－
２を制御する。
【００７２】
　接合装置制御装置１０は、その第１基板位置合わせ用画像とその第２基板位置合わせ用
画像とに基づいて、下ウェハ３２が配置されている位置が適切であるかどうかを判別する
。すなわち、接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２のアライメントマーク３３－１がそ
の第１基板位置合わせ用画像の概ね中心に映っているかどうかを判別し、下ウェハ３２の
アライメントマーク３３－２がその第２基板位置合わせ用画像の概ね中心に映っているか
どうかを判別する。接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２の位置が不適切であるときに
、アライメントマーク３３－１がその第１基板位置合わせ用画像の概ね中心に映るように
、かつ、アライメントマーク３３－２がその第２基板位置合わせ用画像の概ね中心に映る
ように、位置決めステージ２４を制御する。
【００７３】
　接合装置制御装置１０は、接合チャンバー２の内部にその接合雰囲気が生成されている
ときに、下ウェハ３２と上ウェハ３４との間に向けて粒子が放出されるように、イオンガ
ン１６を制御する。その粒子は、下ウェハ３２の上側の表面と上ウェハ３４の下側の表面
とに照射され、その表面に形成される酸化物等を除去し、その表面に付着している不純物
を除去する。その粒子は、さらに、イオンガン１６が備える金属ターゲットに照射され、
その金属ターゲットから金属の粒子を接合チャンバー２の内部の雰囲気に放出させる。そ
の金属の粒子は、複数の元素の金属から形成されている。その放出された金属の粒子は、
下ウェハ３２の上側の表面と上ウェハ３４の下側の表面とに堆積する。
【００７４】
　接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２と上ウェハ３４とが所定の距離まで接近するよ
うに、圧接機構１４を制御する。接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２と上ウェハ３４
とが接近しているときに、赤外線が下ウェハ３２のアライメントマーク３３－１と上ウェ
ハ３４のアライメントマーク３５－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御す
る。接合装置制御装置１０は、その赤外線がアライメントマーク３３－１とアライメント
マーク３５－１とに照射されるときに、アライメントマーク３３－１とアライメントマー
ク３５－１とが映る第１基板位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－
１を制御する。接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２と上ウェハ３４とが接近している
ときに、赤外線が下ウェハ３２のアライメントマーク３３－２と上ウェハ３４のアライメ
ントマーク３５－２に照射されるように、赤外線光源４２－２を制御する。接合装置制御
装置１０は、その赤外線がアライメントマーク３３－２とアライメントマーク３５－２と
に照射されるときに、アライメントマーク３３－２とアライメントマーク３５－２とが映
る第２基板位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－２を制御する。
【００７５】
　接合装置制御装置１０は、その第１基板位置合わせ用画像とその第２基板位置合わせ用
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画像とに基づいて、下ウェハ３２が配置されている位置が適切であるかどうかを判別する
。すなわち、接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２のアライメントマーク３３－１が上
ウェハ３４のアライメントマーク３５－１にちょうど重なってその第１基板位置合わせ用
画像に映っているかどうかを判別し、下ウェハ３２のアライメントマーク３３－２が上ウ
ェハ３４のアライメントマーク３５－２にちょうど重なってその第２基板位置合わせ用画
像に映っているかどうかを判別する。接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２の位置が不
適切であるときに、下ウェハ３２のアライメントマーク３３－１が上ウェハ３４のアライ
メントマーク３５－１にちょうど重なってその第１基板位置合わせ用画像に映るように、
かつ、下ウェハ３２のアライメントマーク３３－２が上ウェハ３４のアライメントマーク
３５－２にちょうど重なってその第２基板位置合わせ用画像に映るように、位置決めステ
ージ２４を制御する。
【００７６】
　接合装置制御装置１０は、下ウェハ３２が位置合わせされた後に、上ウェハ３４が下ウ
ェハ３２に接触するように、圧接機構１４を制御する。下ウェハ３２と上ウェハ３４とは
、その接触により接合され、１枚の接合ウェハに形成される。接合装置制御装置１０は、
その接合ウェハが形成された後に、静電チャック１３がその接合ウェハをデチャックする
ように、静電チャック１３を制御し、静電チャック１３が鉛直上方向に上昇するように、
圧接機構１４を制御する。接合装置制御装置１０は、次いで、ゲートバルブ４を開放し、
その接合ウェハが載せられているカートリッジ１１を位置決めステージキャリッジ８から
ロードロックチャンバー３に搬送されるように、搬送ロボット６を制御する。
【００７７】
　下ウェハ３２と上ウェハ３４とを接合チャンバー２に搬入してからその接合ウェハをロ
ードロックチャンバー３に搬出するまでの動作は、ロードロックチャンバー３に搬入され
た下ウェハ３２と上ウェハ３４との対の個数だけ繰り返して実行される。接合装置制御装
置１０は、その対の全部が接合された後に、ゲートバルブ４を閉鎖して、ロードロックチ
ャンバー３の内部に大気圧雰囲気が生成されるように、真空ポンプ５を制御する。作業者
は、ロードロックチャンバー３の内部に大気圧雰囲気が生成された後に、ロードロックチ
ャンバー３の蓋を開けて、その接合ウェハを取り出す。
【００７８】
　このとき、接合装置制御装置１０は、赤外線カメラ４４－１～４４－２の視野の間隔が
アライメントマーク３５－１～３５－２の間隔に一致しているために、アライメントマー
ク３５－１がその第１基板位置合わせ用画像に映るように、かつ、アライメントマーク３
５－２がその第２基板位置合わせ用画像に映るように、上ウェハ３４の位置をより容易に
、より高速に調整することができる。さらに、接合装置制御装置１０は、赤外線カメラ４
４－１～４４－２の視野の間隔がアライメントマーク３３－１～３３－２の間隔に一致し
ているために、アライメントマーク３３－１がその第１基板位置合わせ用画像に映るよう
に、かつ、アライメントマーク３３－２がその第２基板位置合わせ用画像に映るように、
下ウェハ３２の位置をより容易に、より高速に調整することができる。その結果、接合装
置制御装置１０は、下ウェハ３２と上ウェハ３４とをより高速に位置合わせすることがで
き、下ウェハ３２と上ウェハ３４とをより高速に接合することができる。
【００７９】
　その搬送ロボットの停止位置を位置合わせする動作は、そのウェハを接合する動作で、
赤外線カメラ４４－ｊの視野にアライメントマーク３５－ｊが配置されなかったときに、
または、赤外線カメラ４４－ｊの視野にアライメントマーク３２－ｊが配置されないとき
に、実行される。接合装置制御装置１０は、赤外線カメラ４４－ｊの視野にアライメント
マーク３５－ｊが配置されていないときに、または、赤外線カメラ４４－ｊの視野にアラ
イメントマーク３２－ｊが配置されていないときに、まず、位置決めステージキャリッジ
８に保持されているカートリッジ１１がロードロックチャンバー３に搬送されるように、
搬送ロボット６を制御する。
【００８０】
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　接合装置制御装置１０は、基準スケール基板４８が載っているカートリッジ１１が位置
決めステージキャリッジ８の上に配置されるように、すなわち、カートリッジ１１が位置
決めステージキャリッジ８に保持される直前の位置に配置されるように、搬送ロボット６
を制御する。接合装置制御装置１０は、基準スケール基板４８が載っているカートリッジ
１１が搬送ロボット６に保持されたままで、赤外線が基準スケール基板４８のガイドパタ
ーン４９－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する。接合装置制御装置１
０は、その赤外線がガイドパターン４９－１に照射されるときに、ガイドパターン４９－
１が映る第１搬送ロボット位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－１
を制御する。接合装置制御装置１０は、基準スケール基板４８が載っているカートリッジ
１１がその位置決め指定値に示される位置で搬送ロボット６に保持されているときに、さ
らに、赤外線が基準スケール基板４８のガイドパターン４９－２に照射されるように、赤
外線光源４２－２を制御する。接合装置制御装置１０は、その赤外線がガイドパターン４
９－２に照射されるときに、ガイドパターン４９－２が映る第２搬送ロボット位置合わせ
用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－２を制御する。
【００８１】
　接合装置制御装置１０は、基準スケール基板４８のガイドパターン４９－ｊの基準線５
２がその第ｉ搬送ロボット位置合わせ用画像に映っていないときに、ガイドパターン４９
－ｊが基準線５２に垂直である方向に移動するように、搬送ロボット６を制御する。接合
装置制御装置１０は、ガイドパターン４９－ｊの基準線５２がその第ｉ搬送ロボット位置
合わせ用画像に映っているときに、矢印５３が示す方向の反対方向にガイドパターン４９
－ｊが移動するように、搬送ロボット６を制御する。接合装置制御装置１０は、ガイドパ
ターン４９－ｊの目盛り５４がその第ｉ搬送ロボット位置合わせ用画像に映っているとき
に、その第ｉ搬送ロボット位置合わせ用画像に目盛り５４を形成する複数の平行線が映し
出されている位置に基づいて方向と距離とを算出し、ガイドパターン４９－ｊがその方向
にその距離だけ移動するように、搬送ロボット６を制御する。
【００８２】
　接合装置制御装置１０は、その搬送ロボットの停止位置を位置合わせする動作が実行さ
れた後に、カートリッジ１１が位置決めステージキャリッジ８に保持されるようにカート
リッジ１１を搬送するときに、基準スケール基板４８が位置合わせされた位置にカートリ
ッジ１１が配置されるように、搬送ロボット６を制御する。このとき、カートリッジ１１
に載せられた下ウェハ３２は、赤外線カメラ４４－１により撮影される第１基板位置合わ
せ用画像にアライメントマーク３３－１が映るように、かつ、赤外線カメラ４４－２によ
り撮影される第２基板位置合わせ用画像にアライメントマーク３３－２が映るように、配
置される。さらに、カートリッジ１１に載せられた上ウェハ３４は、赤外線カメラ４４－
１により撮影される第１基板位置合わせ用画像にアライメントマーク３５－１が映るよう
に、かつ、赤外線カメラ４４－２により撮影される第２基板位置合わせ用画像にアライメ
ントマーク３５－２が映るように、配置される。
【００８３】
　接合装置制御装置１０は、搬送ロボット６に障害が発生したときに、カートリッジ１１
を所定の位置に搬送することができなくなることがある。その障害としては、搬送ロボッ
ト６が何かに衝突することにより、搬送ロボット６を駆動する動力伝達系に異常が生じる
こと例示される。接合装置制御装置１０は、搬送ロボット６に障害が発生したときに、そ
の搬送ロボットの停止位置を位置合わせする動作を実行することにより、カートリッジ１
１を所定の位置に搬送することができるように復旧させることができる。さらに、このよ
うな動作によれば、その搬送ロボットの停止位置をより容易に位置合わせすることができ
、位置合わせを容易にすることで、セッティング変更に伴う生産中断時間を短縮し、デバ
イス製造ラインの稼働率・生産能力を向上させることができる。
【００８４】
　図７は、他のガイドパターンを示している。そのガイドパターン７０は、基準点７１を
示し、すなわち、複数の基準線７２－１～７２－ｎ（ｎ＝２，３，４，…）と複数の矢印
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７３と目盛り７４とを含んでいる。複数の基準線７２－１～７２－ｎは、それぞれ、基準
点７１を通る直線に形成され、撮影装置４１－ｊの視野７５になり得る領域を横断するよ
うに、形成されている。複数の基準線７２－１～７２－ｎは、さらに、それぞれ、基準点
７１を中心に放射状に広がるように、互いに異なる複数の方向に平行に形成されている。
複数の矢印７３は、それぞれ、複数の基準線７２－１～７２－ｎに重ねて配置され、基準
点７１が配置される位置の方向を指示している。矢印７３の間隔は、複数の基準線７２－
１～７２－ｎのうちのいずれかが視野７５を横断するように映っているときに、撮影装置
４１－ｊの視野７５に少なくとも１つが配置されるように、設計されている。目盛り７４
は、複数の基準線７２－１～７２－ｎに垂直である複数の平行線から形成されている。そ
の複数の平行線は、等間隔に形成され、全部が視野７５に含まれるように形成されている
。その複数の平行線のうちの１つの線は、基準点７１を通るように形成されている。
【００８５】
　接合装置制御装置１０は、ガイドパターン７０が適用された場合でも、ガイドパターン
４９－ｊが適用された場合と同様にして、赤外線カメラ４４－１～４４－２の視野の間隔
がアライメントマーク３３－１～３３－２またはアライメントマーク３５－１～３５－２
の間隔に一致するように、赤外線カメラ４４－１～４４－２の位置をより容易に調整する
ことができる。接合装置制御装置１０は、ガイドパターン７０が適用された場合に、赤外
線カメラ４４－１～４４－２の視野をどの方向に平行に移動させても、複数の基準線７２
－１～７２－ｎのうちのいずれかが映る画像を撮影することができる。このため、接合装
置制御装置１０は、ガイドパターン４９－ｊが適用された場合に比較して、赤外線カメラ
４４－１～４４－２の位置をより容易に調整することができる。
【００８６】
　図８は、さらに他のガイドパターンを示している。そのガイドパターン８０は、基準線
８２と複数の矢印８３と目盛り８４－１～８４－ｎと複数の記号８５－１～８５－ｎとを
含んでいる。基準線８２は、撮影装置４１－ｊの視野になり得る領域を横断するように、
形成されている。複数の矢印８３は、それぞれ、基準線８２に重ねて配置され、目盛り８
４－１～８４－ｎが配置される位置の方向を指示している。矢印８３の間隔は、基準線８
２が撮影装置４１－ｊの視野を横断するように映っているときに、その視野に少なくとも
１つが配置されるように、設計されている。目盛り８４－１～８４－ｎは、基準線８２に
垂直である複数の平行線から形成されている。複数の記号８５－１～８５－ｎは、それぞ
れ、数値を示している。複数の記号８５－１～８５－ｎの各記号８５－ｉ（ｉ＝１，２，
３，…，ｎ）が示す数値は、目盛り８４－ｉと基準線８２との交点８６－ｉからもう１つ
のガイドパターン８０の目盛り８４－ｉと基準線８２との交点８６－ｉまでの距離を示し
ている。
【００８７】
　接合装置制御装置１０は、ガイドパターン８０が適用された場合でも、ガイドパターン
４９－ｊが適用された場合と同様にして、赤外線カメラ４４－１～４４－２の視野の間隔
がアライメントマーク３３－１～３３－２またはアライメントマーク３５－１～３５－２
の間隔に一致するように、赤外線カメラ４４－１～４４－２の位置をより容易に調整する
ことができる。接合装置制御装置１０は、ガイドパターン８０が適用された場合に、１枚
の基準スケール基板４８を用いて複数の間隔のうちの１つの間隔に赤外線カメラ４４－１
～４４－２の視野の間隔を一致させることができる。
【００８８】
　本発明による接合装置制御装置の実施の他の形態は、カメラ位置合わせ用画像撮影部６
２とカメラ位置合わせ部６３とがさらに他の動作を実行する。すなわち、カメラ位置合わ
せ用画像撮影部６２は、静電チャック１３が基準スケール基板４８に接触するように、圧
接機構１４を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、基準スケール基板４８が
静電チャック１３に保持されるように、静電チャック１３を制御する。カメラ位置合わせ
用画像撮影部６２は、基準スケール基板４８がカートリッジ１１から離れるように、圧接
機構１４を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、さらに、基準スケール基板
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４８がカートリッジ１１から離れているときに、赤外線が基準スケール基板４８のガイド
パターン４９－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する。カメラ位置合わ
せ用画像撮影部６２は、その赤外線がガイドパターン４９－１に照射されるときに、ガイ
ドパターン４９－１が映る第１上側カメラ位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線
カメラ４４－１を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、基準スケール基板４
８が静電チャック１３に保持されているときに、赤外線が基準スケール基板４８のガイド
パターン４９－２に照射されるように、赤外線光源４２－２を制御する。カメラ位置合わ
せ用画像撮影部６２は、その赤外線がガイドパターン４９－２に照射されるときに、ガイ
ドパターン４９－２が映る第２上側カメラ位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線
カメラ４４－２を制御する。
【００８９】
　カメラ位置合わせ部６３は、カメラ位置合わせ用画像撮影部６２により撮影された第１
カメラ位置合わせ用画像にガイドパターン４９－１が指示する基準点５１が映る位置がカ
メラ位置合わせ用画像撮影部６２により撮影された第１上側カメラ位置合わせ用画像にガ
イドパターン４９－１が指示する基準点５１が映る位置に一致するように、カメラ位置調
整用ステージ４５－１を制御する。カメラ位置合わせ部６３は、カメラ位置合わせ用画像
撮影部６２により撮影された第２カメラ位置合わせ用画像にガイドパターン４９－２が指
示する基準点５１が映る位置がカメラ位置合わせ用画像撮影部６２により撮影された第２
上側カメラ位置合わせ用画像にガイドパターン４９－２が指示する基準点５１が映る位置
に一致するように、カメラ位置調整用ステージ４５－２を制御する。すなわち、カメラ位
置合わせ部６３は、圧接機構１４により静電チャック１３が移動される方向に光軸４６－
１～４６－２が平行になるように、カメラ位置調整用ステージ４５－１～４５－２を制御
する。
【００９０】
　このとき、上ウェハ３４は、赤外線カメラ４４－１により撮影された第１基板位置合わ
せ用画像に下ウェハ３２のアライメントマーク３３－１と上ウェハ３４のアライメントマ
ーク３５－１とが重なって映るときに、かつ、赤外線カメラ４４－２により撮影された第
２基板位置合わせ用画像に下ウェハ３２のアライメントマーク３３－２と上ウェハ３４の
アライメントマーク３５－２とが重なって映る場合で、圧接機構１４により移動されると
きに、設計通りに下ウェハ３２に接合される。このため、接合装置制御装置１０は、下ウ
ェハ３２と上ウェハ３４とより高精度に接合することができる。
【００９１】
　本発明による接合装置の実施の他の形態は、静電チャック１３にガイドパターン４９－
１～４９－２が形成されている。このとき、カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、静電
チャック１３が位置決めステージキャリッジ８に比較的近くに配置されるように、圧接機
構１４を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、さらに、ガイドパターン４９
－１に照射されるように、赤外線光源４２－１を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影
部６２は、その赤外線がガイドパターン４９－１に照射されるときに、ガイドパターン４
９－１が映る第１下側カメラ位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－
１を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、さらに、ガイドパターン４９－２
に照射されるように、赤外線光源４２－２を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６
２は、その赤外線がガイドパターン４９－２に照射されるときに、ガイドパターン４９－
２が映る第２下側カメラ位置合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－２を
制御する。
【００９２】
　さらに、カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、静電チャック１３が位置決めステージ
キャリッジ８に比較的遠くに配置されるように、圧接機構１４を制御する。カメラ位置合
わせ用画像撮影部６２は、さらに、ガイドパターン４９－１に照射されるように、赤外線
光源４２－１を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、その赤外線がガイドパ
ターン４９－１に照射されるときに、ガイドパターン４９－１が映る第１上側カメラ位置
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合わせ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－１を制御する。カメラ位置合わせ
用画像撮影部６２は、さらに、ガイドパターン４９－２に照射されるように、赤外線光源
４２－２を制御する。カメラ位置合わせ用画像撮影部６２は、その赤外線がガイドパター
ン４９－２に照射されるときに、ガイドパターン４９－２が映る第２上側カメラ位置合わ
せ用画像が撮影されるように、赤外線カメラ４４－２を制御する。
【００９３】
　このとき、カメラ位置合わせ部６３は、カメラ位置合わせ用画像撮影部６２により撮影
された第１下側カメラ位置合わせ用画像にガイドパターン４９－１が指示する基準点５１
が映る位置がカメラ位置合わせ用画像撮影部６２により撮影された第１上側カメラ位置合
わせ用画像にガイドパターン４９－１が指示する基準点５１が映る位置に一致するように
、カメラ位置調整用ステージ４５－１を制御する。カメラ位置合わせ部６３は、カメラ位
置合わせ用画像撮影部６２により撮影された第２下側カメラ位置合わせ用画像にガイドパ
ターン４９－２が指示する基準点５１が映る位置がカメラ位置合わせ用画像撮影部６２に
より撮影された第２上側カメラ位置合わせ用画像にガイドパターン４９－２が指示する基
準点５１が映る位置に一致するように、カメラ位置調整用ステージ４５－２を制御する。
すなわち、カメラ位置合わせ部６３は、圧接機構１４により静電チャック１３が移動され
る方向に光軸４６－１～４６－２が平行になるように、カメラ位置調整用ステージ４５－
１～４５－２を制御する。
【００９４】
　このとき、接合装置制御装置１０は、既述の実施の形態と同様にして、下ウェハ３２と
上ウェハ３４とをより高精度に接合することができる。なお、接合装置制御装置１０は、
圧接機構１４により静電チャック１３が移動される方向に光軸４６－１～４６－２が十分
に平行である場合に、第１下側カメラ位置合わせ用画像と第２下側カメラ位置合わせ用画
像とのみに基づいてカメラ位置調整用ステージ４５－１～４５－２を制御することもでき
る。
【００９５】
　本発明による接合装置の実施の他の形態は、既述の実施の形態における基準スケール基
板４８が基準スケールカートリッジに置換され、位置決めステージキャリッジ８が他の位
置決めステージキャリッジに置換されている。その基準スケールカートリッジ９１は、図
９に示されているように、マーク観察用窓９２－１～９２－２を備えている。マーク観察
用窓９２－１～９２－２は、それぞれ、赤外線に対して透明な材料で形成されている。そ
の材料としては、ガラスが例示される。マーク観察用窓９２－１～９２－２は、基準スケ
ールカートリッジ９１が位置決めステージキャリッジに保持されたときに、観察窓２６－
１～２６－２にそれぞれ対向するように、形成されている。
【００９６】
　基準スケールカートリッジ９１は、ガイドパターン９３－１～９３－２と穴９４－１～
９４－２とが形成されている。ガイドパターン９３－ｊは、マーク観察用窓９２－ｊに形
成されている。ガイドパターン９３－ｊは、既述の実施の形態におけるガイドパターン４
９－ｊと同様に形成されている。穴９４－１～９４－２は、基準スケールカートリッジ９
１が位置決めステージキャリッジに保持されたときに、位置決めステージキャリッジ８に
対向する面に形成されている。
【００９７】
　その位置決めステージキャリッジ９５は、図１０に示されているように、位置決めピン
９７－１～９７－２が形成されている。位置決めピン９７－１～９７－２は、位置決めス
テージキャリッジ９５が基準スケールカートリッジ９１を保持するときに基準スケールカ
ートリッジ９１に対向する面に形成されている。位置決めピン９７－１～９７－２は、さ
らに、位置決めステージキャリッジ９５が基準スケールカートリッジ９１を保持するとき
に、穴９４－１～９４－２にそれぞれ対向するように形成されている。位置決めピン９７
－１～９７－２は、位置決めステージキャリッジ９５が基準スケールカートリッジ９１を
保持するときに、穴９４－１～９４－２にそれぞれ嵌合する。
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【００９８】
　このとき、接合装置制御装置１０は、既述の実施の形態における基準スケール基板４８
が載せられたカートリッジ１１と同様に、基準スケールカートリッジ９１を取り扱うこと
により、撮影装置４１－１～４１－２の光軸４６－１～４６－２を位置合わせすることが
できる。このような実施例は、圧接機構１４により静電チャック１３が移動される方向に
光軸４６－１～４６－２が十分に平行である場合に、特に好適である。
【００９９】
　なお、ガイドパターン９３－１～９３－２は、赤外線に関して透明でない部分に形成さ
れることもできる。さらに、穴９４－１～９４－２が位置決めステージキャリッジ９５に
形成され、位置決めピン９７－１～９７－２が基準スケールカートリッジ９１に形成され
ることもできる。このような場合でも、基準スケールカートリッジ９１は、位置決めステ
ージキャリッジ９５の所定の位置に高精度に配置されるように、位置決めステージキャリ
ッジ９５に保持されることができる。さらに、穴９４－１～９４－２と位置決めピン９７
－１～９７－２とは、搬送ロボット６により基準スケールカートリッジ９１が位置決めス
テージキャリッジ９５に十分に高精度に搬送されるときに、省略することもできる。
【０１００】
　本発明による接合装置の実施の他の形態は、既述の実施の形態におけるキャリッジ支持
台２１が他のキャリッジ支持台に置換されている。そのキャリッジ支持台１０１は、図１
１に示されているように、ビューポート１０２－１～１０２－２を備えている。ビューポ
ート１０２－１～１０２－２は、それぞれ、赤外線に対して透明な材料で形成されている
。その材料としては、ガラスが例示される。ビューポート１０２－１～１０２－２は、そ
れぞれ、接合チャンバー２の内部の雰囲気と接合チャンバー２の外側の雰囲気とを隔離し
ている。
【０１０１】
　キャリッジ支持台１０１は、さらに、ガイドパターン１０３－１～１０３－２が形成さ
れている。ガイドパターン１０３－ｊは、ビューポート１０２－ｊに形成されている。ガ
イドパターン１０３－ｊは、既述の実施の形態におけるガイドパターン４９－ｊと同様に
形成されている。
【０１０２】
　このとき、接合装置制御装置１０は、撮影装置４１－１により撮影される第１画像の中
心にガイドパターン１０３－１が映るように、かつ、撮影装置４１－２により撮影される
第２画像の中心にガイドパターン１０３－２が映るように、カメラ位置調整用ステージ４
５－１～４５－２を用いて光軸４６－１～４６－２を位置合わせすることができる。この
ような実施例は、圧接機構１４により静電チャック１３が移動される方向に光軸４６－１
～４６－２が十分に平行である場合に、特に好適である。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　：接合装置
　２　：接合チャンバー
　３　：ロードロックチャンバー
　４　：ゲートバルブ
　５　：真空ポンプ
　６　：搬送ロボット
　７　：真空ポンプ
　８　：位置決めステージキャリッジ
　９　：位置合わせ機構
　１０：接合装置制御装置
　１１：カートリッジ
　１２：圧接軸
　１３：静電チャック
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　１４：圧接機構
　１５：荷重計
　１６：イオンガン
　１７：電子源
　２１：キャリッジ支持台
　２３：板ばね
　２４：位置決めステージ
　２５－１～２５－２：ビューポート
　２６－１～２６－２：観察窓
　３１－１～３１－２：観察窓
　３２：下ウェハ
　３３－１～３３－２：アライメントマーク
　３４：上ウェハ
　３５－１～３５－２：アライメントマーク
　３６：本体部分
　３７：フランジ部分
　４１－１～４１－２：撮影装置
　４２－１～４２－２：赤外線光源
　４３－１～４３－２：観察レンズ
　４４－１～４４－２：赤外線カメラ
　４５－１～４５－２：カメラ位置調整用ステージ
　４６－１～４６－２：光軸
　４８：基準スケール基板
　４９－１～４９－２：ガイドパターン
　５１：基準点
　５２：基準線
　５３：矢印
　５４：目盛り
　５５：視野
　６１：搬送部
　６２：カメラ位置合わせ用画像撮影部
　６３：カメラ位置合わせ部
　６４：基板位置合わせ部
　６５：接合部
　６６：搬送装置位置合わせ部
　７０：ガイドパターン
　７１：基準点
　７２－１～７２－ｎ：複数の基準線
　７３：矢印
　７４：目盛り
　８０：ガイドパターン
　８２：基準線
　８３：矢印
　８４－１～８４－ｎ：目盛り
　８５－１～８５－ｎ：複数の記号
　８６－１～８６－ｎ：交点
　９１：基準スケールカートリッジ
　９２－１～９２－２：マーク観察用窓
　９３－１～９３－２：ガイドパターン
　９４－１～９４－２：穴
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　９５：位置決めステージキャリッジ
　９７－１～９７－２：位置決めピン
　１０１：キャリッジ支持台
　１０２－１～１０２－２：ビューポート
　１０３－１～１０３－２：ガイドパターン
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